
口腔システム補綴学分野
大学院説明会

日時：5月24日(水)18:00より

連絡先：taichi.tenkumo.a3@tohoku.ac.jp （天雲）

参加希望の方は下記メールアドレスまでご連絡ください
当日参加できない方にも個別対応いたします

顎口腔機能・生体力学 材料研究

様々な基礎研究医療技術・機器開発

会場：口腔システム補綴学分野 医局 (C棟 7F)

学生・研修医問わず、興味のある方は是非ご参加ください

※Zoomで
同時配信


